
3次元（3D）パッケージング技術は、3次元又はZ高さを活用すること
で、より高度な集積とパフォーマンスを実現するパッケージングソリュ
ーションを提供します。3Dパッケージングは、エンドユーザーが小型
で軽量な製品を求めるマルチメディアの分野において不可欠な存在とな
っています。これらの機能の拡大は、より複雑で効率的なメモリアーキ
テクチャである大容量のメモリを必要とします。

 
自動車向け、産業、ハイエンドコンシュマー、
マルチメディア、ウェアラブル、IoTやAIにお
ける新製品の設計は、必要とする機能を革新的
な形状やスタイルで提供することが求められま
す。3Dパッケージングは、高いレベルでのシ
リコンの集積化と面積効率を低コストで提供す
ることにより、高い成長率と新たなアプリケー
ションを牽引しています。

3D Packaging Innovation
1998年以来、Amkor Technologyは、ハイボリュームかつ低コストの3Dパッ
ケージの開発と量産におけるパイオニアと認知されています。Amkorは3Dパッ
ケージングが提供するメリットを熟知しており、幅広いデバイスの組み合わせ
とアプリケーションに対応しています。

3D技術を必要とするアプリケーションやパッケージプラットフォームに対応す
るため、プラットフォームテクノロジーが開発されました。このアプローチに
より、お客様は新たな3Dパッケージングにおいてより効率的な認証取得、短期
間での量産立上げを低コストかつ複数の工場において行うことが出来ます。

3Dプラットフォームのキーテクノロジー：

 f 薄型、高密度基板のためのデザインルール、インフラストラクチャー
 f 先端のウェハ薄型化およびハンドリングシステム
 f より薄型のチップのダイアタッチ、チップスタッキング工程
 f 高密度、低ループのワイヤボンディング
 f Pbフリーおよび環境に配慮したグリーンマテリアル
 f フリップチップとワイヤボンドを融合したスタッキング技術
 f チップ、パッケージング、テストフローのターンキー

スタックメモリチップ断面図
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BENEFITS OF 3D PACKAGING

これらの3Dパッケージングテクノロジ
ーの高い成長率と開発実績は、次のよ
うなシステムレベルのメリットによる
ものです：

 f 実装基板スペースのcm²あたり、またア
プリケーションスペースのcm³当たりに
搭載される半導体機能が増えることによ
る小型および軽量化

 f パッケージ容量からのアプローチによる
革新的な新しいフォームファクタが生み
出す設計自由度の拡大

 f スタッキングを使用したより短い接続ア
ーキテクチャによる電気的パフォーマ
ンスの向上

 f システムレベルのコスト削減



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Die Stacking
Amkorのチップスタック技術は、
多数の工場の生産ラインで大規模量
産に広く採用されています。信頼
性、プロセスおよび材料データはス
タックCSPデータシート（DS573)
に記載されています。極めて複雑
な3Dパッケージングと市場投入ま
での時間短縮の課題を解決するた
めに、多くのお客様にAmkorのターンキーおよび設計、
組立、テストにおける最先端の能力をご活用いただいてい
ます。

次世代チップスタック技術では30 μm以下に薄型化された
ウェハおよびチップを取扱うことが可能です。最先端のダ
イアタッチ、ダイスペーシング、ワイヤボンドおよびフリ
ップチップの組立技術を使用することにより最大16チップ
のスタックに対応します。

チップスタック技術は最大24チップまでが立証されていま
すが、9チップを超えるスタックの場合、複雑なテスト、
歩留り低下、物流の課題に対応するため、多くの場合チ
ップとパッケージスタック技術の組み合わせが使用されま
す。

チップスタックは、QFP, MLF®およびSOPを含む旧来
のリードフレームパッケージにも広く適用されていま
す。Amkorの大規模量産、低コストリードフレーム製品を
用いることにより、システム基板面積とともにトータルコ
ストを大幅に削減することが可能です。

Package Stacking:  
Package-on-Package (PoP)
組立、テスト後のパッケージスタックは、チップスタッ
クに関連する技術、複雑な商流、物流の限界を克服する
ためにAmkorによりイノベーションがもたらされた分
野です。Amkorは2004年、Package Stackable Very 
Thin Fine Pitch BGA（PSvfBGA）の量産を開始しまし
た。PSvfBGAはワイヤボンドまたはハイブリッド（FC＋
ワイヤボンド）スタックを使用したシングルチップ、スタ
ックチップに対応し、反り及びテスト・SMTハンドリング
をパッケージで改善するためにフリップチップ（FC）アプ
リケーションに採用されました。

マイクロプロセッサがより高速なコアとより高いI/Oを有
する高度なCMOSノードに移行するにつれて、ワイヤボン
ドからフリップチップへ設計が移行してきました。フリッ
プチップはAmkorが Package Stackable Flip Chip Chip 
Scale Package（PSfcCSP）と呼称するfcCSPのアセンブ
リフローにPSvfBGAのパッケージスタックデザイン機能
を統合したチップ裏面露出型パッケージを可能としまし
た。PSfcCSPは、センターモールドを行うPSvfBGAで課題
とされていた0.5 mmピッチのファインピッチのスタック
接続を可能にし、薄型のチップ露出構造を備えています。

継続的な開発の結果、Amkorは、新しいメモリアーキテク
チャにPoPの実装面積と高さの低減を組み合わせてより高
密度のスタックインターフェイスを求められる、モバイル
マルチメディアアプリケーションに使用されるPoPアプリ
ケーションの2nd世代に参入しました。旧来のPSvfBGAや
PSfcCSP構造ではメモリインターフェイスの密度とピッチ
への対応を制限してしまうことから、新たなPoP構造が必
要とされていました。

Amkorは、モールドキャップを介したインターコネクト・
ビアを備えた次世代のPoPソリューションを実現する最新
テクノロジーを開発し、スルーモールドビア（TMV®）と
名付けました。TMV®技術は、より大きなチップtoパッケ
ージ比率を持ち、より薄型の基板の使用を可能にする安定
したボトムパッケージを提供します。TMV®によりPoPは
シングル、スタックチップまたはFCデザインに対応可能
となります。 TMV®は新たな0.4 mmピッチ低電力DDR3
、DDR4やこれに続くメモリインターフェイスに理想的な
ソリューションであり、0.3 mm以下のはんだボールピッ
チのスタックインターフェイスに対応可能です。

通信、人工知能およびネットワーキングアプリケーション
は、今後もより高い信号処理能力およびデータ保存容量を
要求し続けると考えられ、今後数年間はPoPに多くの新し
い課題やアプリケーションが登場することは間違いないで
しょう。Amkorは次世代のPoP要件に応えるリーディング
カンパニーとなるべく、戦略的な開発と生産能力を維持す
ることに尽力いたします。
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